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Abstract (en)
The board (2) has a box-like carrier plate (4) with upper and lower sides (6, 8), and conductor track planes (10a, 10b) separated by a distance. A
screen (20) contains screening conductor tracks (22a, 22b) arranged on the track planes and completely surrounds a section (18) of the board. The
conductor tracks are congruent in circumferential region (24) surrounding an electrical circuit (12), and the screen contains a set of plated-through
holes (26) in the circumferential region, where the carrier plate is penetrated in the plated-through holes to connect the conductor tracks with each
other. One of the screening conductor tracks is designed as a part of a ground layer.

Abstract (de)
Eine Leiterplatte (2), mit einer eine Oberseite (6) und eine Unterseite (8) aufweisenden, sich flächig erstreckenden Trägerplatte (4), mit mindestens
einer ersten Leiterbahnebene (10a) und einer zweiten, zur ersten beabstandeten Leiterbahnebene (10b), mit einer zumindest einen Teilbereich
(18) der Trägerplatte (4) einnehmenden elektrischen Schaltung (12), enthält eine die Schaltung (12) gegen elektromagnetische Störstrahlung
abschirmende Schirmung (20), - wobei die Schirmung (20) eine auf der ersten Leiterbahnebene (10a) angeordnete, den Teilbereich (18)
geschlossen umgrenzende, erste Schirmungsleiterbahn (22a), - und eine auf der zweiten Leiterbahnebene (10b) angeordnete, den Teilbereich (18)
geschlossen umgrenzende, zweite Schirmungsleiterbahn (22b) enthält, - wobei erste (22a) und zweite Schirmungsleiterbahn (22b) zumindest in
einem die Schaltung (12) geschlossen umgrenzenden Umfangsbereich (24) deckungsgleich sind, - und die Schirmung (20) im Umfangsbereich (24)
mehrere, die Trägerplatte (4) durchsetzende, die erste (22a) und die zweite Schirmungsleiterbahn (22b) verbindende Durchkontaktierungen (26)
enthält.
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